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Galeria - plataforma Vera Rubin em imagens reais

Registro visual de racks e modulos associados a plataforma Vera Rubin. As fotografias foram incorporadas a
partir do e-book técnico da EnQ Digital e ajudam a contextualizar a densidade fisica do NVL72, o rack de
poténcia e os mddulos de interconexao.

Vista de produto do rack Vera Rubin NVL72, destacando a
densidade dos médulos.

Vera Rubin NVL72 em exposicado ao lado do rack de poténcia
800 VDC.
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Detalhe real de médulos, cabos e indicadores em ambiente de validagao.

Fonte: Galeria do e-book EnQ Digital; créditos originais: NVIDIA e fotografias editoriais indicadas na se¢do de referéncias.
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1. Por que construir um supercomputador desta classe?

Um Vera Rubin NVL72 nao deve ser tratado apenas como um rack de GPUs de altissima densidade. Ele € o
ndcleo de uma Al Factory: uma plataforma destinada a transformar grandes volumes de dados e energia
elétrica em treinamento de modelos, inferéncia, raciocinio de IA, simulagéo cientifica e resultados de negdécio

em escala.

OBJETIVO CENTRAL

Reduzir drasticamente o tempo para treinar, ajustar e executar modelos e simula¢des que
seriam impraticaveis em infraestrutura convencional - preservando baixa laténcia entre GPUs,
grande memoria agregada e alta eficiéncia por unidade de trabalho.

1.1 O valor nao esta apenas nos FLOPS

Time-to-solution: reduzir semanas ou meses de treinamento, simulacdo e processamento para dias ou horas.
Modelos maiores: treinar, ajustar e servir LLMs, modelos multimodais e Mixture-of-Experts com centenas de
bilhdes ou trilhdes de parametros.

Raciocinio em escala: sustentar inferéncia com long context, agentes e cadeias de raciocinio que consomem
muito mais compute que um chatbot tradicional.

Soberania e privacidade: manter dados, modelos e propriedade intelectual dentro de uma infraestrutura
controlada pela organizagdo ou pelo pais.

Convergéncia Al + HPC: usar a mesma fabrica para IA, andlise massiva de dados, simulacdo numérica e
workloads cientificos.

Economia por token e por resultado: em workloads grandes e continuos, desempenho por watt, utilizagéo e
velocidade de comunicacdo passam a determinar o TCO.

Monetizacdo: provedores de cloud, data centers e Al factories podem transformar a infraestrutura em GPU-as-
a-Service, training-as-a-service e inference-as-a-service.

1.2 Quando faz sentido - e quando nao faz

Um cluster NVL72 se justifica quando existe demanda sustentada por computacao paralela, grandes
datasets, forte comunicacdo GPU-GPU, necessidade de baixa laténcia, soberania de dados ou volume de
inferéncia suficiente para amortizar a infraestrutura. Para projetos pequenos, experimentais ou com utilizacao
esporadica, cloud publica ou clusters menores podem apresentar melhor relagdo econdémica.

Indicador Sinal de que uma Al Factory pode fazer sentido

. Modelos proprietarios grandes, treinamento recorrente ou
Treinamento . : .
fine-tuning continuo.
. BilhGes de tokens/dia, baixa laténcia e agentes executando
Inferéncia
fluxos complexos.
Petabytes de dados ou datasets estratégicos que ndo devem
Dados 8 .
sair do dominio controlado.
HPC Simulagfes altamente paralelas, CFD, FEA, clima, molecular
dynamics ou seismic.
Nedabcio Capacidade sera usada continuamente ou revendida como
9 servigo de GPU/IA.
Soberania Requnsn(_)s de re_S|denC|a de dados, seguranca, compliance
ou propriedade intelectual.
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2. Para quais areas um supercomputador Vera Rubin é

A mesma infraestrutura pode atender IA generativa e HPC. O ganho aparece principalmente quando o
problema pode ser paralelizado e exige grande largura de banda de memoria e comunicacao entre

aceleradores.

Area

Al Labs / LLM

Workloads tipicos

Treinamento de foundation models, MoE,
multimodal, reasoning, fine-tuning e RL.

Objetivo

Criar modelos proprietarios e reduzir tempo
de treinamento.

Cloud / Data Center

GPUaas, bare metal GPU, inference
endpoints, clusters dedicados.

Monetizar capacidade e atender clientes de
IA/HPC.

Bancos e Finangas

Fraude, AML, risco, pricing, modelos
tabulares, agentes, analise de documentos e
atendimento.

Processar grandes bases e executar 1A
privada com baixa laténcia.

Saude e Life Sciences

Drug discovery, dinamica molecular,
gendmica, protein design, imagem médica e
modelos biomédicos.

Reduzir ciclos de pesquisa e testar mais
hipéteses computacionalmente.

Industria / Engenharia

CFD, FEA, digital twins, generative
engineering, robética e visédo industrial.

Diminuir prototipagem fisica e acelerar
otimizacé@o de produtos/processos.

Energia / Oleo e Gas

Seismic imaging, reservoir simulation,
otimizacéo de rede, previsdo de demanda e
manutencao preditiva.

Aumentar resolucao de modelos e reduzir
tempo de decisao operacional.

Clima e Meio Ambiente

Weather forecasting, climate modeling,
assimilagao de dados e modelos Earth-2-
like.

Executar previsdes mais rapidas e de maior
resolugao.

Telecom

Planejamento de RF, otimizagao de rede, IA
para NOC, agentes e modelos de trafego.

Automatizar operacao e prever
congestionamentos/falhas.

Governo / Sovereign Al

LLMs nacionais, pesquisa, defesa
cibernética, ciéncia e servigos publicos.

Preservar soberania de dados e capacidade
estratégica de IA.

Cybersecurity

Deteccdo em larga escala, analise de
malware, modelos de comportamento e SOC
com agentes.

Correlacionar grandes volumes de telemetria
e acelerar resposta.

Midia / Contetdo

Geragao de video, imagem, audio, traducéo
e renderizagao neural.

Produzir contetdo multimodal em grande
escala.

Pesquisa cientifica

Fisica, quimica, materiais, astronomia,
bioinformatica e métodos hibridos Al+HPC.

Explorar espacos de solugao antes inviaveis
por custo computacional.

EXEMPLO PRATICO

Uma instituicdo pode usar o mesmo cluster durante o dia para inferéncia e agentes

corporativos e, em janelas planejadas, alocar milhares de GPUs para treinamento, simulacao
ou processamento cientifico via Kubernetes/Slurm. O valor vem da utilizacdo compartilhada e
da capacidade de orquestrar workloads distintos.
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3. Cases reais - Blackwell B200 / GB200 NVL72

Os sistemas Blackwell anteriores ao Rubin ja demonstram como uma Al Factory é utilizada em producao.
Esses casos ajudam a entender o tipo de workload e 0 modelo econdmico que o Vera Rubin tende a ampliar.

NOMENCLATURA

B200 e B300 referem-se as geracfes de GPU Blackwell/Blackwell Ultra. GB200 e GB300
combinam Grace CPU + Blackwell GPU no Superchip e, no NVL72, formam o sistema rack-
scale com 72 GPUs.

3.1 CoreWeave: GB200 para modelos de raciocinio e agentic Al

Em abril de 2025, a NVIDIA anunciou que milhares de GPUs Grace Blackwell estavam ativas na CoreWeave.
Cohere, IBM e Mistral Al passaram a utilizar sistemas GB200 NVL72 para treinar e colocar em producao
modelos de préxima geracao, incluindo reasoning models e agentic Al.

Fonte NVIDIA - CoreWeave GB200 NVL72

3.2 Oracle/OCI: milhares de Blackwell em cloud

A Oracle colocou em operacgédo sua primeira onda de racks NVIDIA GB200 NVL72 liquid-cooled e anunciou
milhares de GPUs Blackwell para OCI e NVIDIA DGX Cloud. O deployment combina Quantum InfiniBand,
Spectrum-X Ethernet e integracdes do stack OCI/NVIDIA para treinamento e inferéncia de modelos de
raciocinio e agentes.

Fonte NVIDIA - OCI Blackwell deployment

3.3 NeoSpace: case latino-americano em financas

A NeoSpace esta entre as primeiras empresas da América Latina a implantar GB200 NVL72 em producéo
via OCI. Seu NeoData é usado em ambiente multi-cloud para um dos maiores bancos privados da América
Latina, com mais de 60 milhdes de clientes, aplicando foundation models a dados estruturados e nao
estruturados do setor financeiro.

Case NVIDIA - NeoSpace / Financas

3.4 Deepl: Mixture-of-Experts sobre GB200

A NVIDIA relata que a DeepL utiliza hardware GB200 para treinar modelos Mixture-of-Experts de préxima
geracao, buscando maior eficiéncia tanto no treinamento quanto na inferéncia. E um exemplo direto de uma
empresa de |IA usando rack-scale NVL72 para um produto global de linguagem.

Fonte NVIDIA - MoE e Blackwell
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4. Cases Blackwell Ultra B300 / GB300 e a transicao
para Rubin

O GB300 NVL72 elevou o foco em reasoning e inferéncia de grande escala. A NVIDIA posiciona a
arquitetura para inferéncia em tempo real dos maiores modelos, treinamento/fine-tuning de modelos de
trilihBes de parametros, analytics massivo e HPC de precisao simples ou mista.

4.1 Microsoft / OpenAl

A NVIDIA informou que a Microsoft implantou um cluster Azure em grande escala usando GB300 NVL72
para OpenAl. O caso ilustra o papel de um supercomputador rack-scale como infraestrutura de treinamento e
serving para modelos de fronteira, onde throughput, laténcia, meméria e rede precisam escalar como um
Unico sistema.

4.2 Lambda: Al Factory de 100+ MW

A Lambda anunciou uma Al Factory de mais de 100 MW em Kansas City, planejada inicialmente com mais
de 10.000 GPUs GB300 NVL72 para acelerar trabalhos de pesquisadores, empresas e desenvolvedores. E
um exemplo de transformacéo de energia e data center em capacidade de computacao vendavel.

4.3 Together Al / 5C: B200, GB200 e GB300

A Together Al, em parceria com a 5C, opera uma Al Factory em Maryland com GPUs B200 e anunciou outra
instalagdo em Memphis com sistemas GB200 e GB300. O modelo combina infraestrutura fisica de alta
densidade com servigos de treinamento e inferéncia para aplicagfes Al-native.

4.4 Global Al: 128 racks GB300 NVL72

A NVIDIA anunciou a compra de 128 racks GB300 NVL72 pela Global Al, totalizando mais de 9.000 GPUs,
para uma implantacdo em Nova York. O caso mostra a escala de um projeto comercial em que o rack deixa
de ser uma unidade isolada e passa a ser um bloco repetivel de uma Al Factory.

Fonte NVIDIA - Al Infrastructure in America / GB300 deployments

O QUE ESSES CASES ENSINAM

O objetivo ndo é simplesmente possuir GPUs. O valor aparece quando compute, NVLink/scale-
out network, storage, software, energia e cooling sdo tratados como uma Unica fabrica capaz
de entregar tokens, treinamento, simulacdes e servicos com previsibilidade operacional.

Pagina 7


https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-partners-ai-infrastructure-america

EnQ Digital | NVIDIA Vera Rubin NVL72 - Guia Técnico e Executivo

4.5 Por que o Vera Rubin é o préoximo passo

Em 2026, a NVIDIA informou que Vera Rubin NVL72 entrou em ramp de producéo, com racks operando em
parceiros como CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Nebius. A
Microsoft também anunciou Rubin para futuros sites Fairwater, enquanto a CoreWeave passou a integrar
sistemas Rubin para workloads de treinamento, inferéncia e agentic Al.

NVIDIA Vera Rubin NVL72

NVIDIA
Compute Tray

5 | " =

==

Foto real de referéncia: rack NVIDIA Vera Rubin NVL72 demonstrado na GTC 2026 (implementacédo de parceiro/OEM).

Fonte: NVIDIA Newsroom / Blog - Rubin platform and worldwide deployments; foto de referéncia de evento GTC 2026.

NVIDIA - Vera Rubin platform / deployments

NVIDIA - Rubin platform launch

MENSAGEM EXECUTIVA

Vera Rubin deve ser entendido como infraestrutura estratégica para Al Factory e HPC: alto
CAPEX e alta densidade, mas capaz de concentrar em poucos racks uma capacidade que
permite criar modelos, servigos e simulacées de uma classe impossivel para servidores
convencionais.
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5. Vera Rubin como arquitetura sistémica de Al Factory

A Vera Rubin é uma arquitetura de infraestrutura de IA em escala de rack e POD. Ela foi desenhada para
gue computacao, memdria, comunicacédo, rede, armazenamento, seguranga, poténcia e resfriamento
funcionem como um sistema coordenado. Em modelos atuais, desempenho ndo depende apenas de FLOPS:
€ necessario movimentar pesos, ativagdes e KV cache, sincronizar aceleradores, manter baixa laténcia e
entregar mais tokens por watt.

De servidor isolado para dominio de execucédo em escala de rack; de pico de FLOPS para
tokens Uteis por watt e por megawatt; de treinamento puro para treinamento, pds-treinamento e
inferéncia agentiva; de interconexao periférica para memoria e comunica¢cao como parte do
acelerador.

A plataforma anunciada pela NVIDIA retne Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 SuperNIC,
BlueField-4 DPU e novas familias de networking e racks especializados, incluindo compute, CPU, storage e
Ethernet. O NVL72 € o ndcleo de compute desse ecossistema.
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6. A GPU Rubin em detalhes

A Rubin GPU utiliza uma arquitetura orientada a workloads de raciocinio, geracéo, recuperacdo de dados e
uso de ferramentas. A combinacdo de HBM4, Transformer Engine e NVLink 6 busca manter os aceleradores
ocupados mesmo em cargas com comunicacao intensa e multiplas etapas de inferéncia.

Item Rubin GPU Vera Rubin NVL72
Transistores 336 bilhdes -
SMs / Tensor Cores 224/ 896 72 GPUs
NVFP4 inferéncia 50 PFLOPS 3.600 PFLOPS
Memoria 288 GB HBM4 20,7 TB HBM4
Largura de banda HBM4 22 TB/s 1.580 TB/s agregado

Interconexao

NVLink 6: 3,6 TB/s

260 TB/s no rack

Os valores acima sédo especificacdes/picos divulgados para a plataforma. Desempenho de
aplicacdo depende de framework, kernel, precisdo, modelo, batch, contexto e estratégia de

paralelismo.
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7. Memoéria HBM4 e NVLink 6

Em inferéncia, especialmente na fase de decode, mover pesos e estado do modelo pode ser tdo
determinante quanto executar multiplicagfes. Por isso, Vera Rubin combina capacidade de memdria, grande
largura de banda e uma malha de comunicacéo de baixa laténcia.

7.1 HBM4

e Até 288 GB de HBM4 por GPU Rubin.

e Até 22 TB/s de largura de banda de memdria por GPU.

e Mais espaco para pesos, ativagdes, KV cache e concorréncia.

e Menor necessidade de descarregar estado para camadas mais lentas de memdria ou storage.

7.2 NVLink 6

e Até 3,6 TB/s de scale-up por GPU para o dominio NVLink.

e Comunicacao all-to-all entre GPUs do NVL72.

e NVLIink-C2C de alta largura de banda para comunicacdo coerente CPU-GPU.

e Reducéo do overhead de sincronizagéo e do tempo perdido em transferéncia em workloads MoE e
distribuidos.

POR QUE ISSO IMPORTA

Modelos Mixture-of-Experts distribuem tokens entre especialistas. Quanto mais tempo o rack
gasta transferindo pesos e sincronizando GPUs, menor € a fragdo de energia convertida em
trabalho atil. HBM4 e NVLink 6 atacam diretamente esse gargalo.
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8. Treinamento, inferéncia e IA agentiva

Um agente ndo responde apenas a uma pergunta: ele planeja, chama ferramentas, consulta fontes, verifica
resultados e pode gerar varias sequéncias de tokens antes de concluir uma tarefa. Isso aumenta o volume de

inferéncia e torna a laténcia por etapa critica.

Treinamento Inferéncia | Agentic Al

Modelos MoE e foundation models de grande escala.

Servigos interativos com baixa laténcia.

Tensor, pipeline e expert parallelism.

Long-context e grandes KV caches.

Alta comunicagdo para sincronizagao e roteamento de
tokens.

Alta concorréncia e batching continuo.

HBM4 para manter parametros e estados proximos do
compute.

Otimizacao por tokens/s, tokens/W e custo por milhao de
tokens.

configuracéao.

INDICADORES DIVULGADOS PELA NVIDIA

Em cenarios especificos, a NVIDIA posiciona Vera Rubin para entregar ganhos expressivos em
tokens por megawatt e custo por milhdo de tokens frente a geracfes anteriores. Trate esses
nameros como referéncias de plataforma, condicionadas a modelo, software, preciséo e
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9. Rede, armazenamento e seguranca

A plataforma nao termina na GPU. Para manter 72 aceleradores ocupados, trafego east-west, acesso ao
storage e prote¢do do workload precisam ser tratados como partes do computador.

9.1 Rede

e ConnectX-9 SuperNIC para scale-out de altissima largura de banda.

¢ Quantum-X800 InfiniBand e Spectrum-X Ethernet para clusters multi-rack.

e RDMA e caminhos de baixa laténcia para treinamento distribuido e inferéncia.

e Arquiteturas spine-leaf e Opticas de alta densidade precisam ser dimensionadas junto ao compute.

9.2 Armazenamento contextual

A arquitetura BlueField-4/STX amplia o papel do storage para além de um repositério de arquivos,
aproximando camadas de contexto e KV cache do dominio de execucdo. Em projetos reais, isso deve ser
combinado com NVMe, parallel file systems, object storage e politicas de tiering.

9.3 Seguranca

¢ BlueField-4 para processamento de rede, offload e politicas de seguranca.

e Confidential Computing e protecdo de dados em uso, transito e repouso, conforme suporte da plataforma.
e |solamento de tenants em ambientes cloud e GPUaasS.

e Secure boot, firmware assinado, observabilidade e RAS em escala de rack.
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10. Vera Rubin versus Blackwell

A comparacdo deve ser feita no nivel de sistema. Rubin ndo é apenas uma atualizacdo de GPU: ela altera a
forma como o data center entrega computacéo para |A, com novas exigéncias de memoaria, rede, poténcia e

refrigeracao.

Critério

Blackwell | GB200

Vera Rubin / NVL72

Foco Treinamento e inferéncia em escala IA agentiva, long-context e eficiéncia
Meméria HBM3e, conforme modelo HBM4, até 288 GB/GPU
Interconexao NVLink 5 NVLink 6

Rack de referéncia

GB200 NVL72

Vera Rubin NVL72

Resfriamento

Direct liquid cooling

Direct liquid cooling, rack integrado

Economia

Alto throughput

Foco em tokens por watt e por MW

10.1 Requisitos integrados para o Data Center

Dominio Pontos a validar

Espaco U ocupado, peso, acesso, rota de movimentagéo, piso e area
pac de manutencao.
Eneradia kWI/KVA por rack, A/B, UPS, PDU, prote¢édo, aterramento,
9 harmdnicas e expansao.
Térmico CDU, vazao, AP, supply/return, temperatura, qualidade do
fluido e leak detection.
Rede InfiniBand/Ethernet, fibra, transceptores, laténcia,
cabeamento e spine-leaf.
Storage NVMe, parallel file system, object storage, throughput e
9 metadata.
Operacio NOC, DCIM/BMS, telemetria, spare parts, treinamento, RMA
perag e procedimentos de emergéncia.

CHECKLIST DE RECEBIMENTO

Confirmar modelo e revisdo; obter desenho dimensional/peso; solicitar Max-P/TDP, vazdo
nominal/minima/méaxima e AP; validar supply/return e CDU; executar FAT/SAT, teste hidraulico,
teste de carga e validagao de rede.
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11. Sumario executivo de facilities

O Vera Rubin NVL72 representa uma mudanca de escala no projeto de infraestrutura fisica para IA. A
plataforma retine 72 GPUs NVIDIA Rubin, 36 CPUs NVIDIA Vera, NVLink 6, ConnectX-9 e BlueField-4 em
um Unico rack-scale system. Para facilities, a referéncia NVIDIA DSX evolui para um Cabinet TDP de até 330
kW por rack e para uma estratégia de refrigeragéo liquida de alta temperatura.

Cabinet TDP DSX: 330 kW/rack | TCS design flow: >= 1,5 LPM/KW | Vazao de referéncia por
rack: >= 495 LPM (29,7 m?¥/h) | CDU: liquid-to-liquid | Redundancia de CDU: N+1 | Cooling
design point: 45°C.

Este e-book consolida a arquitetura de Direct Liquid Cooling (DLC), explica a separacdo FWS/TCS,
apresenta os dados necessarios para selecdo de CDU, mostra como interpretar AP e Pump Head e organiza
uma RFI de engenharia para obter os dados definitivos do fabricante.

A NVIDIA ainda classifica varias especificagdes Rubin como preliminares. O Reference Design
e o Site Planning Guide da configuracéo efetivamente adquirida devem prevalecer sobre
gualquer calculo preliminar deste material.

Fonte: NVIDIA Vera Rubin NVL72; NVIDIA DSX Facilities Infrastructure Reference Design Overview; dados consultados em
04/09/2026.

O que vocé encontrara

e Arquitetura do Vera Rubin NVL72 e anatomia de compute trays e NVLink switch trays.
e Conceitos FWS, CDU, TCS, DLC, cold plates, manifolds e UQDO8.

e Dimensionamento térmico e hidraulico: kW, LPM, m3/h, AT, AP e Pump Head.

e  Critérios para selecionar uma CDU e interpretar MP Ready x Sample Ready.

e Fabricantes presentes no NVIDIA DSX Infrastructure Marketplace.

e  Checklist/RFI com 12 informacdes indispensaveis antes do projeto executivo.

e Exemplos de capacidade para 1, 4, 8 e 16 racks Vera Rubin NVL72.

e Integracdo com BMS, Mission Control/DSX Exchange, comissionamento e operagao.
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12. Visao rapida da arquitetura de cooling

Guia Completo de Refrigeracao Liquida para Infraestrutura

NVIDIA Vera Rubin NVL72 para a préxima

L L N geracdo de IA
Arquitetura + Componentes ¢ Fluxo Térmico « Especificagoes ¢ Boas Praticas

Como Funciona

A solugdo de refrigeracao liquida para o NVIDIA Vera Rubin NVL72 utiliza um circuito
secundario (TCS) fechado, onde a CDU remove o calor dos racks e transfere para o circuito
primario (FWS), que é rejeitado no Dry Cooler ou Chiller.

Dry Cooler / Chiller

Dry Cooler / Chiller

Rejeita o calor do circuito primdrio (FWS) para o ambiente.
Pode ser um dry cooler (ar) ou chiller (4gua gelada)

Mantém a temperatura do FWS dentro da faixa especificada
pelo fabricante.

Dimensionado para a carga térmica total do data center.

.

(Facility Water Systern) o
FWS (Facility Water System)

o Circuito primério que transporta o calor da CDU até o dry cooler/chiller.
» Tipicamente utiliza 4gua industrial ou 4gua gelada).

» Temperaturas tipicas: 20-32°C (dependendo do projeto)

» Requer tratamento quimico e filtragem.

cbu
{(Coolant Distribution Unit)

CDU (Coaolant Distribution Unit)

» Realiza a troca de calor entre o TCS (secundério) e o FWS (priméric).

s Controla vazio, pressdo, temperatura e redundancia (N+1).

+ Equipamento validado no NVIDIA DSX Infrastructure Marketplace
(MP Ready ou Sample Ready).

= Disponivel em capacidades de 380 kW a >3 MW, conforme fabricante.

TCS Supply (45°C)

Circuito secundrio que envia o fluido de resfriamento para o rack.
Temperatura de supply tipica: 45°C (conforme referéncia DSX).
Vazdo de projeto: = 1,5 LPM/KW.

Utiliza fluido conforme especificagdo do fabricante (4gua tratada

Vera Rubin NVL72 ou fluido dielétrica).

(Direct Liquid Cooling)
Vera Rubin NVL72
« Rack de IA com refrigeragio liquida direta (DLC).
* TDP de até 330 kW por rack
« Cold plates removem o calor diretamente dos componentes.
& Requer vazdo minima de ~495 LPM por rack (1,5 LPM/kW).

o TCS Return

TCS Return » Fluido retorna do rack para a CDU em temperatura mais elevada
(ex:: 55-65°C, dependendo do projeto e do AT)

» Mantém as mesmas especificagdes de qualidade e presséo do TCS.

« O calor é entdo transferido na CDU para o FWS.

» Circuito fechado e monitorado por sensores de temperatura,
pressiio e vazdo.

Parametros de Referéncia (Vera Rubin NVL72) i Fabricantes de CDU Boas Préticas de Projeto
noe Ecossistema NVIDIA

TCS Supply
45°C

Retorno para a CDU

TDP por rack ate 330 kW Utilize COUs validadas no NVIDIA DSX Marketplace
Vazdo minima (TCS) 21,5 LPMIKW (== 495 LPM por rack) BOYD A\ peita  Motivair {preferéncia por MP Ready).
Temperatura de supply (TCS)  45°C (tipico) " % Dimensione vazio e AP corretamente.
Temperatura de return (TCS)  55-65°C (tipico) Avc @ C?ygs.:l Adote redundancia N+1 em CDUs e bombas.
Tipo de COU Liquid-to-Liguid

i oo ! 2 P Garanta tratamento quimico e qualidade do fluido.
Anpiiehia de ksl |41 g, e @LG  Guiiesu Integre monitoramento a0 BMS  NVIDIA Mission Control
AP do rack Conforme especificacao NVIDIA e 2 i

; e Siga o Site Planning Guide / Reference Design da NVIDIA.

Fluido de resfriamento Conforme especificagio do fabricante LITED MEPPI & g‘:l;ﬂ"lis Cg i 2 _g . ; 4 7 7 e
Pt ngra‘;‘gu P espeqﬂca@go o mm‘m!l i Onsidere expansao futura e margem de capac e,

VEEA RUBIN NVL72 Infraestrutura térmica robusta X Al I;ACTOR:{

ma scala. Mais futuro. para um mundo de inteligéncia. ; READY

Fonte: llustrag&o técnica consolidada. Valores de referéncia devem ser confirmados no projeto final NVIDIA/OEM.
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BlueField-4. O objetivo é fazer o rack operar como um grande acelerador Unico dentro da Al Factory.
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13. NVIDIA Vera Rubin NVL72 - visao técnica do rack

O NVIDIA Vera Rubin NVL72 é um sistema rack-scale da terceira geracdo MGX. A NVIDIA informa que o
rack integra 72 GPUs Rubin e 36 CPUs Vera, interligadas por NVLink 6, com networking ConnectX-9 e

Parametro Referéncia

GPUs 72 x NVIDIA Rubin
CPUs 36 x NVIDIA Vera
HBM4 total 20,7 TB

Bandwidth HBM4

até 1.580 TB/s

CPU memory 54 TB LPDDR5X
Memodria rapida total DGX 75TB
NVLink 62 geracao

NVLink switch system

9 x L1 NVLink Switch Units

Scale-out

ConnectX-9 / BlueField-4

Cabinet TDP de facilities

até 330 kW - referéncia DSX

Fonte: NVIDIA Vera Rubin NVL72 / DGX Vera Rubin NVL72; NVIDIA DSX Facilities Infrastructure Reference Design Overview.

13.1 Estrutura fisica do rack

e 18 compute trays.

e 9 NVLink 6 switch trays.
e Cada compute tray integra 2 Vera Rubin Superchips.

e Cada compute tray totaliza 4 GPUs Rubin + 2 CPUs Vera.

¢ Design do compute tray: modular, cable-free, hose-free e fanless, com manifold interno redesenhado.
¢ Rack MGX de terceira geracdo com rack manifolds UQDO08 e liquid-cooled busbars de alta corrente.

Fonte: NVIDIA Technical Blog - Vera Rubin POD e Inside the NVIDIA Vera Rubin Platform.
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14. Especificacao de cada compute tray ("lamina")

O compute tray € a unidade de servico e de calculo repetida 18 vezes no rack. Cada tray integra dois Vera
Rubin Superchips e concentra compute, networking, cooling, gerenciamento e power delivery.

Item Por compute tray

Vera Rubin Superchips 2
Rubin GPUs 4
Vera CPUs 2
HBM4 total 1.152 GB (4 x 288 GB)

HBM4 bandwidth

88 TB/s agregado

CPU cores

176 Olympus cores

CPU memory

até 3 TB LPDDR5X

NVFP4 inference

200 PFLOPS por tray

NVLink 6 14,4 TB/s agregado
Networking ConnectX-9 + BlueField-4
Cooling Direct Liquid Cooling, tray fanless

A documentacéo publica detalha capacidade e arquitetura do tray, mas o Max Power/TDP
elétrico definitivo por compute tray deve ser obtido no Site Planning/Reference Design final.
Na&o derive o circuito elétrico apenas dividindo 330 kW por 18.

Fonte: NVIDIA Technical Blog - Inside the NVIDIA Vera Rubin Platform: Six New Chips, One Al Supercomputer.
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15. Arquitetura DLC: FWS -> CDU -> TCS -> Rack

FACILITY / PRIMARY

FWS - Facility Water System

Chiller
~41°C supply de referéncia

\

CDU
Liquid-to-Liquid
Heat Exchanger

l ~45°C TS supply
SECONDARY / TECHNICAL

TCS - Technology Cooling System

Vera Rubin NVL72

330 kW
Cold Plates
Manifolds
Busbar Cooling

@ |

Dois loops separados: Facility Water System (primario) e Technology Cooling System (secundario). llustragdo técnica.
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16. O que sao FWS, CDU e TCS?

16.1 FWS - Facility Water System

E o circuito priméario do Data Center. Transporta calor entre as CDUs e a planta de rejeic&o térmica -
normalmente chillers, dry coolers, bombas e trocadores da Central Utility Building (CUB). O FWS néo deve
ser confundido com o fluido técnico que circula dentro dos racks.

16.2 CDU - Coolant Distribution Unit

E a interface térmica e hidraulica entre o FWS e o TCS. Em uma CDU liquid-to-liquid, um heat exchanger
mantém os dois circuitos separados. A CDU controla temperatura, vazao, pressao/differential pressure e
normalmente inclui bombas redundantes, filtragem, sensores, controles e integracao ao BMS.

16.3 TCS - Technology Cooling System

E o circuito secundério, de qualidade técnica, que sai da CDU e alimenta diretamente os manifolds e cold
plates do equipamento de TI. Para o projeto Vera Rubin, o TCS precisa ser dimensionado pelo operating
point térmico e hidraulico do rack, e ndo apenas pela capacidade nominal em kW da CDU.

REGRA PRATICA

FWS = agua da instalacdo | CDU = separacéo e controle | TCS = fluido técnico que chega ao
rack | DLC = remocéao de calor diretamente no chip.
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17. 45°C cooling: por que isso muda o Data Center

A NVIDIA descreve os racks MGX como projetados para operar com warm-water inlet de 45°C. Em um
cenério de referéncia, agua de facility na ordem de 41°C alimenta a CDU, que fornece aproximadamente
45°C ao rack. O objetivo é ampliar a janela para rejeicao de calor sem depender continuamente de
compressao mecanica.

e Maior possibilidade de dry cooling/free cooling em varios climas.

e Menor consumo de compressores e potencial redugcéo de PUE.

e Mais do orcamento elétrico do site pode ser direcionado ao compute.

e Arquitetura liquid-to-liquid permite separar a qualidade do fluido de Tl da 4gua do facility.

e Atemperatura de 45°C é um design point; temperaturas, approach e limites finais devem vir do projeto
contratado.

Fonte: NVIDIA Technical Blog - Vera Rubin POD; NVIDIA DSX Facilities Infrastructure Reference Design Overview.

NAO CONFUNDIR

45°C de TCS supply néo significa que o Facility Water obrigatoriamente entra na CDU a 45°C.
A CDU precisa de uma diferenca térmica (approach) e o design FWS/TCS deve ser verificado
pelo fabricante.
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18.1 Carga térmica de referéncia
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18. Dimensionamento térmico e hidraulico

A NVIDIA DSX informa que o Cabinet TDP escala até 330 kW para Vera Rubin NVL72. Para pré-projeto de
cooling, esse € o valor de referéncia mais consistente para dimensionar heat rejection, CDU e distribuicéo,
até que o Site Planning final indique valores especificos de MaxP/MaxQ.

18.2 Vazao de TCS

O DSX define TCS design flow de pelo menos 1,5 LPM/KW. Portanto:

CALCULO POR RACK

330 kW x 1,5 LPM/KW = 495 LPM = 29,7 m3/h por Vera Rubin NVL72.

Carga térmica

TCS minimo

1 330 kw 495 LPM 29,7 m3/h
2 660 kw 990 LPM 59,4 m3/h
4 1,32 MW 1.980 LPM 118,8 m¥h
8 2,64 MW 3.960 LPM 237,6 m¥/h
16 5,28 MW 7.920 LPM 475,2 m3/h

Fonte: NVIDIA DSX Facilities Infrastructure Reference Design Overview: TCS >=1,5 LPM/kW; Cabinet TDP até 330 kW.
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19. AT: transformando kW e vazao em temperaturas

O balanco térmico de um circuito de agua pode ser aproximado por Q = m_dot x Cp x AT. Em agua, 495 LPM
equivalem aproximadamente a 8,25 kg/s. Para 330 kW, o AT te6rico é da ordem de 9,6°C.

EXEMPLO DIDATICO

Se o TCS entrar a 45°C e remover 330 kW a ~495 LPM com propriedades préximas as da
agua, o retorno tedrico ficaria proximo de 54-55°C. Esse valor é apenas um calculo indicativo; o
coolant e as temperaturas finais devem seguir o OEM/CDU.

e Maior AT pode reduzir a vazdo exigida para a mesma carga, mas deve respeitar os limites do rack.
e Maior concentracdo de glicol altera densidade, viscosidade e capacidade térmica.

e A capacidade publicada de uma CDU depende do approach temperature e do operating point.

e Use as curvas do fabricante, ndo apenas a poténcia nominal de catalogo.
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20. AP e CDU Pump Head

CDU Pump Head

CDU Pump Head E s ’r I

:

e

3 v 1 o
AP CDU = “..; o)
& T | AP piping | piping i A
AP piping i ‘ W
+ Bl bl e oy
AP main manifold |~ :
+
AP rack drop
+
AP valves

+
AP hose/flexible

+
AP Rubin rack

+
design margin

| AP main manifold

\ P
.'.é""
= -

AP hose/flexible I

AP Rubin rack |

I 1
: DESIGN MARGIN i
y A design margin é aplicado para cobrir incertezas de operagéo, i
]

1 I
1 I

tolerdncias de componentes, envelhecimento e futuras expansées.

e e e e e e o s o i e e

Elementos que compéem a perda de pressao total do loop secundario. llustragdo técnica.
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21. Como interpretar AP

AP ¢é lido "Delta P" e significa diferenca de pressdo. Em um circuito hidraulico, representa a perda de pressao
entre dois pontos. Se o rack recebe 3,0 bar e retorna 2,2 bar, o AP do rack é 0,8 bar.

AP CDU + AP piping + AP main manifold + AP rack drop + AP valves + AP hose/flexible + AP
Rubin rack + design margin.

A bomba da CDU deve fornecer vazéo suficiente no Pump Head requerido. Uma CDU de muitos megawatts
pode nao atender ao projeto se sua curva de bomba néo entregar a vazao necessaria no AP real do circuito.

e Obter do OEM o AP do rack na vazdo nominal e maxima.

e Calcular perdas de carga do supply e return headers.

e Somar valvulas, filtros, conexdes, flexiveis, manifolds e acessorios.

e Aplicar margem coerente para toleréncias, envelhecimento, fouling e expanséao.
e Verificar NPSH, cavitacdo e opera¢do das bombas em paralelo quando aplicavel.
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22. Manifolds, cold plates e interface do rack

Na terceira geracdo MGX, a NVIDIA descreve novos manifolds internos de tray, rack manifolds UQDO0S8 e
liquid-cooled busbars capazes de suportar correntes muito elevadas. O compute tray foi redesenhado para
um conjunto cable-free, hose-free e fanless.

e Supply manifold distribui o coolant pelos trays.

¢ Return manifold coleta o fluido aquecido.

e Universal Quick Disconnects (UQDO08) facilitam conexdo e manutencao.

e Cold plates transferem calor diretamente de GPU/CPU e outros componentes ao fluido.

¢ Alinterface externa do rack - didmetro, padrdo de conexao, working pressure e posicdo - deve vir do desenho
mecénico do OEM.

N&o assuma que o conector interno UQDO08 é o mesmo conector externo do rack. Solicite o
Rack Supply/Return Interface Drawing com quantidade de conexdes, didmetro, tipo, altura,
orientacdo, pressao e requisitos de isolamento.

Fonte: NVIDIA Technical Blog - Vera Rubin POD; Inside the NVIDIA Vera Rubin Platform.
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23. Como selecionar a CDU para Vera Rubin

A selecdo néo deve ser feita apenas por "MW da CDU". E necessario validar simultaneamente capacidade
térmica, vazao, pressao disponivel, approach, fluido, materiais, redundancia, alimentacéo e controles.

Critério O que validar

Capacidade térmica >= carga dos racks no operating point e ATD definidos

Vazd&o secundaria >=1,5 LPM/kW como referéncia DSX

Pump Head suficiente para o AP total calculado

Tipo Liquid-to-liquid na referéncia DSX

Redundancia N+1 em grupos de CDU

Bombas redundancia/failover e curva validada

Fluido/materiais compatibilidade quimica e wetted materials

Filtragem rating compativel com OEM

Controles constant flow / constant AP conforme estratégia

Integracéo BMS / DSX Exchange / Mission Control

Manutencéo isolamento, bypass e troca sem impacto indevido
EXEMPLO

Para 1 rack: 330 kW e >=495 LPM. Uma CDU nominal de 380 kW/600 LPM pode parecer
suficiente, mas a decisao so6 € valida se ela entregar esses valores no AP e no approach reais
do projeto.

Pagina 27



EnQ Digital | NVIDIA Vera Rubin NVL72 - Guia Técnico e Executivo

24. NVIDIA DSX Marketplace: MP Ready x Sample

Ready

O NVIDIA DSX Infrastructure Marketplace publica CDUs submetidas a CDU Self-Qualification Suite e indica o
status da cadeia de fornecimento. MP Ready néo é sinénimo isolado de "homologacao"; é um indicador de
prontiddo para produgdo em massa, enguanto a coluna Validation Type mostra os testes técnicos realizados.

Status Significado pratico

MP Ready

Mass Production Ready: produto em estagio de fornecimento
em escala.

Sample Ready

Produto disponivel em estagio de amostra/qualificacéo,
ainda sem 0 mesmo status de produ¢do em massa.

Validation Type

Lista os ensaios realizados - hydraulic constant flow/DP,
thermal capacity, pump failover, flow accuracy, group control
etc.

e Hydraulic Test - Constant Flow.
e Hydraulic Test - Constant DP.
e Pumping Capacity.

e Thermal Test - Nominal Capacity / Low Load.

¢ Flow Sensor Accuracy.

e Cold Start Test.

e Pump Failover.

e Group Control.

e Wetted Materials Compatibility.

Fonte: NVIDIA DSX Infrastructure Marketplace; lista din@mica consultada em 04/09/2026.

Pagina 28



EnQ Digital | NVIDIA Vera Rubin NVL72 - Guia Técnico e Executivo

25. Fabricantes de CDU no ecossistema NVIDIA DSX

A lista publica é dindmica. Os valores abaixo refletem a consulta de 04/09/2026 e devem ser reconfirmados
antes da compra.

Fabricante Modelo Capacidade @ 4°C ATD Flow @ 35 psi Status

AVC CDU1000-LTL-RW 1,2 MW 1.600 LPM Sample Ready
Boyd ROL2300 1,1 MW 2.600 LPM MP Ready
Carrier 65LL 1,2 MW 2.500 LPM Sample Ready
CoollT CHx1500 1,5 MW 1.950 LPM -

Delta RDF106CDT5192 1,0 MW 1.500 LPM MP Ready
Delta CDU3000 2,0 MW 3.200 LPM -
Johnson Controls SACDU-1050 1,0 MW - -

LG Electronics LGE 600 kw 850 LPM -
LiquidStack L2L CDU800 800 kW 1.200 LPM -
LiquidStack D1PM20 2,5 MW 3.750 LPM -
LITEON LC-LL-WCDU-6011(S) 380 kw 600 LPM Sample Ready
MEPPI ME-CDU 1200 1,25 MW - -
Motivair MCDU50 1,7 MW 1.136 LPM MP Ready
Motivair MCDUS55 1,3 MW 1.616 LPM Sample Ready
Nautilus EcoCore FCD 3,6 MW 3.300 LPM -

Fonte: NVIDIA DSX Infrastructure Marketplace. A capacidade publicada é condicionada ao ATD e ao operating point.
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26. Estratégia de aquisicao no Brasil

Para implantacao no Brasil, é recomendavel separar trés critérios: presenca local do fabricante,
disponibilidade do modelo exato e status/validagcdo do modelo no ecossistema NVIDIA. Uma empresa pode
ter operacdo brasileira sem manter em estoque local a CDU especifica do projeto Rubin.

Fabricantelecossistema

Evidéncia publica no Brasil

Observacao

Schneider Electric / Motivair

Portfélio brasileiro de liquid cooling e
CDUs

A Schneider publica CDUs Motivair e
servigos locais; validar o modelo DSX
especifico.

Delta Electronics

GoCool LTL no site brasileiro

GoCo0l-1000/1200/1500/3000; validar
equivaléncia/status do modelo exato no
DSX.

Johnson Controls / Silent-Aire

Péagina brasileira de Data Centers e liquid
cooling

Boa presenca de servigos; validar
SACDU/modelo e lead time.

Carrier

Presenca regional/global e CDU 65LL

Confirmar disponibilidade local e status de
supply chain.

LG

Operagao local

Confirmar modelo CDU, suporte e BOM
para Rubin.

RECOMENDAGCAO DE COMPRA

Emitir RFI/RFQ para pelo menos 3 fornecedores e exigir: curva de bomba, thermal map por
ATD, materiais molhados, qualidade do coolant, redundancia, integragdo BMS, FAT/SAT,
pecas de reposi¢cao e compromisso de suporte no Brasil.
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e os limites de alimentacéo do rack, ndo apenas o TDP térmico.
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27. Poténcia elétrica, kVA e consumo operacional

O DSX publica 330 kW como Cabinet TDP para Vera Rubin NVL72. Para uma aproximacao de infraestrutura
elétrica, kVA = kW / fator de poténcia. Entretanto, o dimensionamento final deve usar o electrical site planning

Fator de poténcia Calculo Equivaléncia
PF 0,95 330 kw /0,95 347,4 KVA
PF 0,98 330 kw /0,98 336,7 kVA
PF 0,99 330 kw /0,99 333,3 kVA

Para uma posicéo de rack, a infraestrutura elétrica deve ser confirmada pelo Site Planning final.
Como pré-projeto, 330 kW representa ~347 kVA a PF 0,95, antes de considerar arquitetura

A/B, derating, seletividade e requisitos de redundancia.

27.1 Consumo médio

A NVIDIA nao publica um "consumo médio universal" do Rubin. Training, inference, comunicacao e perfis
MaxP/MaxQ produzem cargas diferentes. Por isso, use cendrios de utilizacdo somente para orgamento de
energia, nunca para reduzir a capacidade fisica instalada.

Cenario Poténcia média Energia em 730 h
50% do envelope 165 kW 120,5 MWh/més
70% 231 kw 168,6 MWh/més
80% 264 kW 192,7 MWh/més
90% 297 kw 216,8 MWh/més
100% 330 kW 240,9 MWh/més

Fonte: Cenarios de utilizagdo sao céalculos de planejamento, nédo especificagdo NVIDIA de consumo médio.
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28. BMS, Mission Control e observabilidade

O cooling de uma Al Factory precisa ser observavel em tempo real. A documenta¢do DSX publica um
catalogo de pontos para integracéo entre BMS e o ecossistema NVIDIA/DSX Exchange.

Ponto Uso operacional

CDULiquidSupplyTemperature Temperatura TCS supply
CDULiquidReturnTemperature Temperatura TCS return
CDULiquidDifferentialPressure AP do secundario
CDULiquidFlow Vazéo em LPM
CDULiquidSystemPressure Presséao do sistema/return
Leak detection / alarms Eventos de vazamento e anormalidade
CDU availability/status Disponibilidade e estado operacional

e Alarmes por temperatura, vazao, AP e presséao fora da faixa.

e Trend histérico para detectar fouling, filtro saturado e degradacéo de bomba.

¢ Interlock e légica de isolamento conforme matriz de causa e efeito.

¢ Integracdo dos eventos de facility com Mission Control/DSX para operagéo coordenada de power e cooling.

Fonte: NVIDIA Mission Controls to BMS Data Catalog; NVIDIA DSX Exchange.
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29. RFI técnico - 12 informacoes obrigatorias

Quantidade exata de Vera Rubin NVL72

Define a escala total e impacta poténcia, cooling,
vazao, CDU e distribuicdo. Também determina
redundancia e expansao.

Max-PITDP confirmado por rack

Base para energia e carga térmica. Deve ser o valor
oficial da configuracéo e do perfil operacional
contratado.

TCS design flow por rack

Vazao nominal necessaria para remover a carga
térmica e dimensionar bombas, headers e CDU.

TCS minimum/maximum flow

Limites operacionais para evitar subfluxo, excesso
de vazdao e operacao fora do envelope.

TCS supply/return temperatures

Determina AT, approach da CDU, eficiéncia térmica
e capacidade de rejeicao.

AP do rack na vazao nominal e maxima

Necessario para calcular Pump Head e selecionar
bombas e valvulas.

Working pressure e maximum allowable pressure
Define limites de seguranca do circuito interno,
hoses, valvulas e conexdes.

Coolant | water-quality specification

Especifica fluido, quimica, pH, condutividade,
filtragem e materiais compativeis.

Rack Supply/Return connection type e dimensions
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Define didmetro, tipo, posi¢éo, quantidade e padréo
das interfaces hidraulicas.

CDU approved/validated models

Permite alinhar a selecdo ao NVIDIA DSX
Marketplace e a configuracdo OEM.

BMS/Mission Control telemetry requirements

Define sensores, protocolos, alarmes e pontos
necessarios para integracao IT/OT.

Site Planning Guide / Reference Design final

Documento de autoridade para validar o projeto
executivo antes da implantacéo.

Pacote minimo esperado na resposta da RFI

Tabela preenchida com valores hominais, minimos e maximos e respectivas unidades.
Curvas hidraulicas do rack e da CDU para os operating points relevantes.

Desenhos mecanicos das interfaces Supply/Return e requisitos de instalacéo.
Especificagdo quimica do coolant e materiais molhados compativeis.

Lista de alarmes, sensores, protocolos e pontos de integracdo BMS/DSX.
Documentos finais de Site Planning, FAT/SAT e critérios de aceite.
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30. Exemplo de pré-dimensionamento - 8 racks Rubin

Este exemplo serve apenas para sizing inicial. O projeto executivo deve fechar AP, curvas das bombas,
topologia hidraulica, diversificagdo, redundéancia, expansao e envelope elétrico.

Parametro Valor de pré-projeto

Racks Vera Rubin 8

GPUs Rubin 576

CPUs Vera 288

Cabinet TDP agregado 2,64 MW

TCS design flow minimo 3.960 LPM

Vazao equivalente 237,6 m¥h

Cooling architecture Liquid-to-liquid CDU group

CDU redundancy N+1

TCS supply design point 45°C class

BMS Supply/return temp, flow, AP, pressure, alarms

SELECAO DA CDU

N+1.

N&o use apenas 2,64 MW / capacidade nominal da CDU. Verifiqgue também se o grupo de
CDUs entrega >=3.960 LPM no Pump Head total e no approach térmico do projeto, mantendo

Para clusters maiores, a distribuicao deve ser concebida como uma planta hidraulica de alta capacidade,
com headers principais, isolamento por rack/ramal, balanceamento, instrumentacéao e estratégia de

manutengéo concorrente.

Pagina 35



EnQ Digital | NVIDIA Vera Rubin NVL72 - Guia Técnico e Executivo

31. Comissionamento e testes

Um sistema DLC de alta densidade precisa ser comissionado como infraestrutura de missao critica. O FAT
da CDU e o SAT do sistema devem validar ndo sé a poténcia térmica, mas o comportamento hidraulico e de
controle.

e Flushing e limpeza das tubula¢gBes antes da conex&o ao rack.

e Analise quimica do coolant e verificacdo de materiais compativeis.
e Teste hidrostatico conforme pressao admissivel e procedimento do fabricante.
e Verificagdo de vaz&o por ramal e balanceamento dos racks.

e Teste de AP em carga hominal e maxima.

e Teste de pump failover e perda de alimentacdo A/B.

e Teste de valvulas de isolamento e bypass.

e Leak detection e causa/efeito no BMS.

e Validacéo de sensores de temperatura, pressdo e vazao.

e Teste de perda do FWS, recuperacao e sequéncia de restart.

e Teste de operacdo N+1 com uma CDU indisponivel.

e Registro de baseline para operacéo e manuten¢ao preditiva.

CRITERIO DE ACEITE

A entrega deve incluir curvas as-built, parametros de controle, setpoints, matriz de alarmes,
water-quality baseline, lista de pecas criticas e procedimento de resposta a vazamentos.
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32. Principais riscos de projeto

Risco Impacto

CDU escolhida apenas por MW Pode faltar vazéo ou Pump Head no operating point real.
AP do rack desconhecido Impossibilita dimensionar corretamente as bombas.
Conector do rack assumido Pode gerar incompatibilidade mecanica e retrabalho.
Water quality indefinida Risco de corroséo, fouling e falha de cold plates.

Sem N+1 real Manutencéo ou falha de CDU pode afetar multiplos racks.
Sem isolamento por rack Aumenta blast radius de manuteng&o/vazamento.

Sem BMS/telemetria adequada Perda de deteccéo precoce de degradacao.

Usar consumo médio para sizing Cria risco de insuficiéncia em MaxP.

Ignorar ATD/approach gﬁsg:gﬁjtirzsngomrrzljgti.CDU pode ndo existir nas

N0 validar disponibilidade local Eirzzcii.de lead time, spare parts e suporte insuficiente no
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Termo Definicao

DLC Direct Liquid Cooling - refrigeragéo direta por liquido.

FWS Facility Water System - circuito primario da instalagdo.

TCS Technology Cooling System - circuito secundario que atende
0 equipamento de TI.

CDU Coolant Distribution Unit - interface FWS/TCS com trocador,
bombas e controles.

AP Delta P - diferenca/perda de presséo entre dois pontos.

AT Delta T - diferenca de temperatura entre supply e return.

Pumb Head Pressao/altura manométrica que a bomba precisa fornecer

P para vencer perdas do circuito.

Cold plate Trocador em contato térmico com chip/componente.

Manifold Coletor/distribuidor de supply e return.

UQDOS Universal Quick Disconnect usado na arquitetura MGX de
terceira geragéo.

ATD Approach Temperature Difference do heat exchanger/CDU.
Mass Production Ready - status de supply chain no NVIDIA

W Rz DSX Marketplace.

Sample Ready Estagio de amostra/qualificagdo no Marketplace.

BMS Building Management System.

DSX Arquitetura/ecossistema NVIDIA para Al Factory, incluindo
facilities, hardware e IT/OT.
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34. Conclusao executiva - da GPU a Al Factory

A principal inovacédo da Vera Rubin é sistémica. O valor ndo estd em uma GPU isolada, mas na combinacao
de compute, HBM4, NVLink 6, rede scale-out, storage, seguranca, energia e Direct Liquid Cooling operando
como uma Unica fabrica de computacao.

Para empresas e data centers, a oportunidade esta em transformar energia e infraestrutura fisica em
capacidade util de IA: treinamento de modelos, inferéncia agentiva, GPUaaS, pesquisa cientifica, simulacao
e servigos soberanos. O desafio também é sistémico: elétrica, hidraulica, conectividade, software,
observabilidade, operacéo e suporte precisam evoluir no mesmo ritmo do acelerador.

Em vez de perguntar apenas quantas GPUs cabem no rack, o projeto deve responder quantos
tokens (teis, agentes concluidos, simulacdes e workloads de negécio o data center consegue
produzir por megawatt - com disponibilidade, seguranca e previsibilidade operacional.
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35. Referéncias técnicas e créditos

NVIDIA Vera Rubin NVL72 - especificagdes oficiais: https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/vera-rubin-
nvi72/

NVIDIA DGX Vera Rubin NVL72: https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/dgx-vera-rubin-nv|72/

NVIDIA DSX Facilities Infrastructure Reference Design Overview: https://docs.nvidia.com/dsx/facilities-
infra/reference-design-overview

NVIDIA DSX Documentation: https://docs.nvidia.com/dsx

NVIDIA DSX Infrastructure Marketplace - CDU: https://marketplace.nvidia.com/en-us/enterprise/dsx-
infrastructure/

NVIDIA Technical Blog - Vera Rubin POD: https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-rubin-pod-seven-
chips-five-rack-scale-systems-one-ai-supercomputer/

NVIDIA Technical Blog - Inside the Vera Rubin Platform: https://developer.nvidia.com/blog/inside-the-
nvidia-rubin-platform-six-new-chips-one-ai-supercomputer/

NVIDIA Mission Controls to BMS Data Catalog: https://docs.nvidia.com/datacenter/dsx/bms-datacatalog-
interactive.html

NVIDIA - CoreWeave GB200 NVL72 production deployment: https://blogs.nvidia.com/blog/coreweave-
grace-blackwell-gb200-nvI72/

NVIDIA - Oracle OCI GB200 NVL72 deployment: https://blogs.nvidia.com/blog/oracle-cloud-infrastructure-
blackwell-gpus-agentic-ai-reasoning-models/

NVIDIA Case Study - NeoSpace / Finance: https://www.nvidia.com/pt-br/case-studies/neospace/

NVIDIA - Blackwell | Mixture-of-Experts deployments: https://blogs.nvidia.com/blog/mixture-of-experts-
frontier-models/

NVIDIA - GB300 deployments and Al Infrastructure in America:
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-partners-ai-infrastructure-america

NVIDIA - Vera Rubin worldwide deployments: https://blogs.nvidia.com/blog/vera-rubin/

NVIDIA - Rubin platform launch and customer plans: https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-
ai-supercomputer

Schneider Electric Brasil - Liquid Cooling / Motivair: https://www.se.com/br/pt/work/products/product-
launch/liquid-cooling-products/

Delta Electronics Brasil - GoCool Liquid Cooling: https://delta-electronics.com.br/infraestrutura-para-data-
center/resfriamento-liquido-e-a-ar/

Johnson Controls Brasil - Data Centers: https://www.johnsoncontrols.com.br/industries/data-centers

Conteudo incorporado do e-book EnQ Digital - NVIDIA Vera Rubin: arquitetura Rubin GPU, Vera CPU,
HBM4, NVLink 6, rede, armazenamento, seguranca e galeria de imagens reais.

NVIDIA - Vera Rubin NVL72
NVIDIA Technical Blog - Inside NVIDIA Rubin GPU Architecture

NVIDIA Newsroom - Vera Rubin platform

Fonte: Créditos de imagens reais incorporadas: NVIDIA Corporation; Geeknetic, Pisapapeles; Data Center Dynamics, conforme
créditos do e-book EnQ Digital de origem.
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DATA DE CORTE

Contelido técnico e lista de fornecedores verificados em 04/09/2026. O NVIDIA DSX
Marketplace é dinamico; revalide status, capacidade, flow e disponibilidade no momento da
contratacéo.

Documentos NVIDIA que devem ser solicitados ao fabricante/representante

¢ NVIDIA Vera Rubin NVL72 Reference Design - NVOnline #1151654.

¢ NVIDIA DSX - Vera Rubin Facilities Infrastructure Reference Design - NVOnline #1145739.
¢ NVIDIA DSX Facilities Infrastructure Design Guide - NVOnline #1152370.

e Site Planning / Power & Cooling Specification final da configuragdo adquirida.

e Rack Supply/Return Interface Drawing e coolant/water-quality specification.
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